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    QFN56L(0808X0.75-0.50)

    QFN56L(0808X0.85-0.50)

         产品外形图

图 号:HTFX056080801

JEDEC MO-220(VLLD-5/WLLD-5)

HuaTian Technology(Xi'an)CO.,LTD
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2011.7.5李万霞更改公司名称2

2018.2.12郭玲芝增加0.85的封装厚度3
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